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Fusion Splicer 

最新AIPA技术，兼容G.654.E光纤熔接模式

 

IFS-66熔接机，搭载全新AIPA技术，纳米级识别，六马达调芯对准技术，熔接成功率100%，同时拥有高
放大聚焦倍数，是市场上可靠的熔接机之一。金属机身，外部全新升级保护橡胶，更结实、更抗摔，使
其可在多种恶劣环境下维持正常操作，全新按键设计及布局，带给用户更舒适的操作体验:5寸高亮度超
清液晶屏，搭配单独显示放大功能，熔接记录及图片保存合计可达 40000个，最大程度的满足客户需求;
4秒高速熔接，8秒超高速加热，GPU 内置 WcatPro 图形加速器，响应速度更快，简单直观的图形操作系
统:陶瓷压锤，稳定压住光纤，设备使用寿命更持久。内置气压温度传感器，可根据环境条件，自适应调
整放电参数。

配备7000mAh大容量电池，典型次数（熔接+加热）520次;支持扩充 4G物联网功能及基站定位，可将熔
接数据的相关信息及坐标信息上传至云平台;标配新款电极棒，采用高端进口钨合金材质，实测熔接8000
芯无明显氧化。
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